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Keyword;  3D integration, Chemical Mechanical Polishing, Wafer bonding

－原子レベルの平坦性が可能にする直接接合による３Dヘテロデバイスの創成－

三次元実装配線
めっき技術のさらなる

微細化挑戦

化学物理研磨
(CMP)の応用研究

表面活性化接合の
さらなる応用研究

メカニズム解明

次世代三次元実装への応用、実用化を見据えた先端微細加工技術の研究
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